附表四

會議報告:（內容包括下列各項：參加會議經過、與會心得、考察參觀活動（無是項活動者省略）、建議、攜回資料名稱及內容、其他）
1、 參加會議經過

Symposium on Design, Test, Integration & Packaging of MEMS/MOEMS是CMP每年一度的大型微系統研討會，每年五月在歐洲舉辦，這次在法國的艾克斯普羅旺斯，於五月十一日至十三日舉行。每年參加的人數都在增加，以今年為例，有超過200人參加會議，可以稱的上年度最大以微系統為重點的研討會。這會議主要的兩大項目為CAD, Design and Test Conference和Microfabrication, Integration and Packaging。而在Microfabrication, Integration and Packaging則包含以下項目
· Integrated processes (micromachining, micromolding, …)

· Process integration between MEMS and electronics

· Microlithography issues unique to MEMS/MOEMS

· Manufacturing

· Materials

· Assembly technologies

· Packaging for harsh environments

· MOEMS packaging

· RF and microwave packaging

· Test structures

· Devices and components (sensors, actuators, …)

· Dimensional measurements

· Physical measurements

· Failure analysis

· Reliability

· Characterization

· Process monitoring

· Non destructive evaluation

筆者參加的議程如下圖。本議程的內容主要有微發電機的探討、毛細力對流體的影響、微噴嘴的設計和數位式微流體的介電力的效應等，內容包含基礎物理現象的研究和實際應用的結果，會場內參與的學者討論極為踴躍。
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2、 與會心得

為瞭解國際間微機電微流體系統技術發展的趨勢和相關應用，筆者赴法參加Symposium on Design, Test, Integration & Packaging of MEMS/MOEMS研討會，並發表論文。這次參加會議發現，與會人員於會場中隨時隨地都在進行討論，充分展現研究學習的熱忱，表現出科學人在研究上所該有的最佳態度；在報告的過程中，有不少相關研究者提出寶貴的建議，另外，也有一些研究人員於會後，與筆者討論論文的內容，對未來的研究有莫大的助益。

這次的會議和以往筆者參加的國際性研討會不同之處在於海報論文作者仍然需要三分鐘的論文簡介，這是一個很好的經驗。通常海報論文只能藉由海報張貼時和作者討論，才能瞭解論文的內容；需要在張貼會場仔細研讀海報內容，才能有機會和作者討論，不然時常會不知所云。當聽完三分鐘的論文簡介後，觀眾對論文也能有大致的概念，這樣對接下來的海報展覽有極大的幫忙。
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在這三天的會議中，筆者印象最深刻的幾場演講簡述如下。”Trends and Challenges in Modern MEMS Sensor Packages”是第一場邀請演講，為德國學者Jiri Marek的報告，他對於微系統的感測器封裝技術有非常豐富的經驗，在報告中對於未來產業中封裝的技術發展和面臨的問題，有著非常詳盡的敘述。”Success in MEMS：From DRIE Technology to Social Innovation” 是第二場邀請演講，為日本學者Susumu Kaminaga的報告，他在微機電的DRIE技術有超過十年以上的經驗，他以DRIE技術製作無線感測器，進而應用於環境檢測、醫療檢測等領域。有個很有意思的議程是”Textile Microsystems”，幾位研究學者將他們在感測器應用於布料和服飾的經驗和大家分享，至此才發現微機電系統的應用領域已經越來越廣泛。
這次最大的額外收穫則是參加研討會也參加了一場流體力學模擬軟體展，主辦單位和廠商全力支援這項展覽，讓與會人員有機會在學術討論之餘，瞭解相關技術的應用。在發表論文的過程中，筆者獲得不少寶貴的建議，相信對未來的研究有極大的幫助。
3、 攜回資料名稱及內容

會議議程和論文CD-ROM。

